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Samtec采用全新的直接配对正交 (DMO) 选项

对 ExaMAX® 高速背板连接器系统进行扩展
正交结构提供了改良的 SI 性能和热效率
印第安纳州、新奥尔巴尼：Samtec是一家持有 6.62 亿美元资产的全球私营电子互连器件制造商。现在Samtec自豪地宣布，采用全新的 DMO 选项对 ExaMAX® 高速背板连接器系统进行扩展。与传统背板系统相比，系统设计者现在可以充分利用直接配对正交结构的固有优势。
Samtec全新的 ExaMAX® DMO 解决方案通过移除中平面、允许交换矩阵卡和线卡直接配对，为系统设计者提供了更大的灵活性。这种快速增长的系统架构增加了气流，提高了整个机箱的热效率。通过较短的迹线长度和较少的连接器转换，DMO 解决方案增强了信号的完整性，同时简化了系统 BOM，优化了系统成本。 
Samtec的 ExaMAX® DMO 系统包含新的 EBDM-RA 系列，该系列与现有的EBTF-RA 系列直接配对。目前有 6 对 x10 列和 6 对 x12 列两种解决方案可用。定位销和螺丝安装选项也可用。6 对 x6 列和 6 对 x8 列选项正在开发中。
Samtec公司背板产品经理 Jonathan Sprigler 表示：“下一代系统设计人员正在快速采用 DMO 架构，数据中心行业的领先设备供应商（包括存储、服务器、网络和其他应用）通过Samtec的新型 EBDM-RA 系列利用 DMO 的优势。”
Samtec的 EBDM-RA 系列是ExaMAX® 高速背板连接器系统的解决方案之一。ExaMAX® 系列产品优化的速度高达 56 Gbps（PAM-4 调制）。由于目标是 92Ω 规范，并且在连接器内控制所有几何转换的反射，因此回波损耗合规在 85Ω 和 100Ω 的系统中得以实现。 
ExaMAX® 还具有业界最低的接合力和卓越的正交力，满足 Telcordia GR-1217 CORE 规格。在任何时候都有两个可靠的接触点，即使在进行角度匹配时，残余存根的影响也会被最小化，以提高信号的完整性性能。2.4mm 的触点滑动能够提高可靠性，而双配接口能够确保无存根配接和可靠的对准。
背板系统的特点是：在交错的设计中，单个信号晶片具有差分对，并以零倾斜的方式进行排列。每个晶片包含一个整体式的压纹接地结构，增加了隔离，大大减少了串扰。
有关更多信息，请观看《High-Speed Backplane Connectors Drive 56 Gbps and Beyond（高速背板连接器驱动 56 Gbps 及更高速）》 在线研讨会，访问 ExaMAX® High-Speed Backplane Connector System 登录页面，或下载 High-Speed Board-to-Board Application Design Guide。如需获得Samtec背板应用程序专家的直接技术支持，请点击 HSBP@samtec.com。 
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Samtec 成立于 1976 年，是一家持有 6.62 亿美元资产的全球性私营企业，专业生产各种电子互连器，包括 IC 至板和 IC 封装、高速板对板、高速电缆、中板和面板光学、柔性堆叠、微型/结实耐用的部件和电缆。Samtec 技术中心致力于开发和推进技术、策略和产品，以优化系统（从裸芯片到 100 米外的接口，以及中间所有互连点）的性能和成本。Samtec 在全球 18 个国家设有 33 家分支机构，Samtec 遍布全球的足迹使其可以为客户提供最优的服务。更多信息，请访问http://www.samtec.com。 
ExaMAX® 是 Amphenol Corporation 的注册商标。
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